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前言

　　自从美国加州大学伯克利分校的Jan M. Rabaey教授所著的《数字集成电路——电路、系统与设计
》一书的第一版于1996年出版以来，一直深受国内外广大读者（包括本科生、研究生、教师和工程技
术人员）的欢迎。
然而自那时侯起，CMOS的制造工艺继续以惊人的步伐前进，目前已经达到了前所未有的深亚微米的
精度。
进入到深亚微米范围后，器件特性的变化引起了一系列的问题，它影响到数字集成电路的可靠性、成
本、性能以及功耗。
对这些问题的深入讨论是本书第二版（以0.25微米的CMOS工艺作为讨论的基础）与第一版（以1.2微
米工艺作为讨论的基础）之间的主要区别。
考虑到MOS电路现已占有99%的数字集成电路市场份额，第二版删去了第一版中有关双极型和GaAs的
内容，从而完全集中在CMOS集成电路上。
　　第二版保留了第一版的写作基本精神和编写目的——在数字设计中建立起电路和系统之间的桥梁
。
不同于其他有关数字集成电路设计的教科书，本书不是孤立地介绍“数字电路”、“数字系统”和“
设计方法”，而是把这三者有机地结合起来。
全书共12章，分为三部分：基本单元、电路设计、系统设计。
在对MOS器件和连线的特性做了简要的介绍之后，深入分析了数字设计的核心——反相器，并逐步将
这些知识延伸到组合逻辑电路、时序逻辑电路（锁存器与寄存器）、控制器、运算电路（加法器、乘
法器）以及存储器这些复杂数字电路单元的设计。
为了反映数字集成电路设计进入深亚微米领域后正在发生的深刻变化，第二版增加了许多新的内容，
包括深亚微米器件效应、电路最优化、互连线建模和优化、信号完整性、时序分析、时钟分配、高性
能和低功耗设计、设计验证、对实际制造芯片的确认和测试。
在阐述所有这些内容时都列举了现今最先进的设计例子，以着重说明深亚微米数字集成电路设计面临
的挑战和启示。
本书特别把设计方法学单独列出并分插在有关的各章之后，以强调复杂电路设计者共同面临的感兴趣
的问题，即起决定作用的设计参数是什么，设计的哪些部分需要着重考虑而哪些部分又可以忽略，此
外还强调了在进行数字电路设计时一定要同时注意电路和系统两方面的问题。
每章后面都对未来的发展趋势给出了综述和展望。
通过这一独特的介绍分析技术和综合技术的方法，第二版最有效地为读者带来了处理复杂问题所需要
的基本知识和设计技能。
　　本书可作为高等院校电子科学与技术（包括微电子与光电子）、电子与信息工程、计算机科学与
技术、自动化等专业高年级本科生和研究生有关数字集成电路设计方面课程的教科书。
由于涉及面广并且增加了当前最先进的内容，也使这本教材成为对这一领域的工程技术人员非常有用
的参考书。
　　本书在翻译过程中得到了电子工业出版社的大力支持，得到了清华大学微电子学研究所领导和多
位教师的关心，特别是得到了朱钧教授、贺祥庆教授、吴行军副教授、李树国副教授以及海燕、韦莹
、钱欣、郝效孟、陆自强、郭磊等多位老师的帮助与指正。
我的博士研究生戴宏宇、张盛、王乃龙、杨骞、肖勇、张建良以及博士研究生董良等在完成译稿过程
中给予了我很大的支持。
我的妻子金申美和女儿周晔不仅帮助翻译修改了部分章节，而且完成了全部的文字输入和文稿整理。
在此一并深表谢意。
　　最后，本书虽经仔细校对，但由于译者水平有限，文中定会有不当或欠妥之处，望读者批评指正
。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<数字集成电路>>

内容概要

本书是美国加州大学伯克利分校经典教材。
本书分三部分：基本单元、电路设计和系统设计。
在对MOS器件和连线的特性做了简要介绍之后，深入分析了反相器，并逐步将这些知识延伸到组合逻
辑电路、时序逻辑电路、控制器、运算电路及存储器这些复杂数字电路与系统的设计中。
本书以0.25微米CMOS工艺的实际电路为例，讨论了深亚微米器件效应、电路最优化、互连线建模和
优化、信号完整性、时序分析、时钟分配、高性能和低功耗设计、设计验证、芯片测试和可测性设计
等主题，着重探讨了深亚微米数字集成电路设计面临的挑战和启示。
    本书可作为高等院校电子科学与技术、电子与信息工程、计算机科学与技术等专业高年级本科生和
研究生有关数字集成电路设计方面课程的教科书，也可作为从事这一领域的工程技术人员的参考书。
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编辑推荐

　　《数字集成电路：电路、系统与设计（第2版）》：　　自《数字集成电路：电路、系统与设计
（第2版）》第一版于1996年出版以来，CMOS制造工艺继续以惊人的速度向前推进，工艺特征尺寸越
来越小，而电路也变得越来越复杂，这对设计者的设计技术提出了新的挑战。
器件在进入深亚微米范围后有了很大的不同，从而带来了许多影响数字集成电路的成本、性能、功耗
和可靠性的新问题。
《数字集成电路：电路、系统与设计（第2版）》第二版反映了进入深亚微米范围后所引起的数字集
成电路领域的深刻变化和新进展，特别是深亚微米晶体管效应、互连、信号完整性、高性能与低功耗
设计、时序及时钟分布等，起着越来越重要的作用。
与第一版相比，这个版本更全面集中地介绍了CMOS集成电路。
　　《数字集成电路：电路、系统与设计（第2版）》特色　　只关注深亚微米CMOS器件。
开发了一个用于手工分析的称为“通用MOS模型”的晶体管简单模型，并在全书中采用　　设计举例
从实际出发，强调数字集成电路的设计。
突出了设计中的难点和设计指导。
所有例子和思考题都采用0．25微米CMOS工艺　　“设计方法插入说明”分散地穿插在书中，强调了
设计方法学和设计工具在今天的设计过程中的重要性每章末尾的综述探讨了未来的技术发展趋势
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